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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Deuxiéme partie: Spécifications
Spécification n° 13: Film flexible de polyimide recouvert de cuivre,
de qualité courante

1) Lies décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questlons tee
[Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions\exp
njesure possible un accord international sur les sujets examinés.

PREAMBULE

iques, préparés pardes Comités
i 3 plps grande

2) (es décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées\comme telies Pa ités nafionaux.
3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, 1a CEI expri ® : mités nationaux| adoptent
ns leurs régles nationales le texte de la recommandation de esure Qu les conditions na}onales le
rmettent. Toute divergence entre la recommandation de la(CEVe la regle nationale’ correspondante doit, dans la
esure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette-d
4) Lla CEI n’a fixé aucune procédure concernant e quag eli gpprobation et sa responsabilité n’est
s engagée quand il est déclaré qu’un matérie {
Lla présente norme a é€é étab Etudes n® 52 de la CEI: Circuits imprimép
Lla présente norme > 13 d’une série de publications, laquel]le rem-

plagera les spécificat i s,dans la Publication 249-2 de la CEI et pourra aussi
inclure de nou @: specifications
Le texte de ce?e\or issu désdoeliments suivants:
Reégle dws\ \%ppon de vote Procédure des Deux Mois Rapport de vite

/5@\'\)245\ AN 52(BC)274 52(BC)262 52(BC)290

Les publications suivantes de la CE I sont citées dans la presente norme:
Publications n® 249-1(1982): Matériaux d

Ues rapports de votenindiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sui le vote
ayant abouti-a

probation de cette norme.

249-3A (1976): Premier complément a la Publication 249-3 (1973): Matériaux de base pour circuits
xmprlmes Troisiéme partie: Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits
imprimés — Spécification n® 2: Speécification pour feuille de cuivre utilisée pour la fabri-
cation de matériaux de base plaqués cuivre.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 2: Specifications
Specification No. 13: Flexible copper-clad polyimide film,
general purpose grade

FOREWORD

all the

1) Theformal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Techni
; htional

Nattonal Committees having a special interest therein are represented, express, as
conkensus of opinion on the subjects dealt with.

2) The in that
sen

3) Ing bpt the
text] : rgence
bety i i iong s ar.as possible, be clearly indigated in
the

4) The
whge

kibility

Th

Th
tions

The text of this sta@x\

Rix Month}.\\f‘\ \ k{(}@ﬂ’deting Two Months’ Procedure Report on Voting
Aé){ N 520274 52(C0OY262 52(C0)290

Fulttin ath n\n&y\voting for the approval of this standard can be found in the Voting‘r
Repoits indicated in the above table.

1fica-

lowing documents:

The following IE C publications are quoted in this standard:

Pybiications Nos. 249-1 (1982): Base materials for printed circuits Part 1: Test methods.

= - i i reuits,
Part 3: Special materials used in connection w1th printed circuits — Specification
No. 2: Specification for copper foil for use in the manufacture of copper-clad base
materials.
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MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Deuxiéme partie: Spécifications
Spécification n° 13: Film flexible de polyimide recouvert de cuivre,
de qualité courante

1. Domaine d’application

Cette spécification donne les exigences concernant les propriétés des films flexibles de
polyimide recouverts de cuivre, de qualité courante.

Note. — Pour désigner ce matériau, on peut utiliser la référence 249-2-13-IEC-P

; 8’il n’y \a (pas-de [confusion
possible, on peut utiliser aussi la désignation plus bréve IEC-249-2-13.

Cette spécification comporte des exigences facultatives quics’applique iquement par
accord entre acheteur et fournisseur. Les films cuivrés rép, g igences des
essais non marqués «facultatif» sont considérés comme cof s\ Ct écification.

2. | Matériaux et construction
Le matériau consiste en un film isolant flex sur une

de cqllg. Cettelspécification ne concernk pas les
emple @hyl ne/propyléne) perfluotré, FEP,

2.1 Baseisolante

2.1)1  Filmde polyimide

dans le
h Publi-
icheteur

préférentielles et tolérances admissibles
pour le film de polyimide

. . Tolérance maximale admissible
Epaisseur nominale .
en un point quelconque

pum in %

12,5 0,0005 +30

25 0,001 +20

50 0,002 +15

75 0,003 +10
125 0,005 +10

2.1.2  Agentde liaison

Une couche de colle peut étre utilisée entre le film de polyimide et la feuille métallique.
2.2 Feuille de métal

Cuivre répondant 4 la Publication 249-3A dela CEI.
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BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 2: Specifications
Specification No. 13: Flexible copper-clad polyimide film,
general purpose grade

1. Scope

This specification gives requirements for properties of flexible copper-clad polyimide film,

general purpose grade.

Note. — To designate this material, the reference 249-2-13-IEC-PI-Cu may be used; if the

fusion,
the type designation may be abbreviated to read IEC-249-2-13.
The specification includes optional requirements which apply befween
purchaser and supplier. Copper-clad film complying with a mparked
optional” should be deemed to comply with this specificatio
2. Miaterials and construction
The material consists of an insulating flexible ne or
both sides, with or without the use of an adhesxve This gpecifie ’ inates
of polyimide with other films (e.g. hyleng/ p@yle e), FEP, or polytetrafluoro-
ethylene, PTFE).
2.1 |Insulating base
2.1.1 | Polyimide film
Polyimide film of bwing
table when measured\by -1. Other

icknesses and permitted tolerances of
polyimide film

Nominal thickness Maximum permitted
tolerance at any point
pm in %
12.5 0.0005 +30
25 0.001 120
50 0.002 +15
75 0.003 +10
125 0.005 +10

2.1.2 Bonding medium

A layer of adhesive may be used between the polyimide film and the metal foil.

2.2 Metalfoil
Copper as specified in IEC Publication 249-3A.
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2.3 Combinaisons préférentielles de feuille de cuivre et de film de polyimide

Les épaisseurs nominales du tableau ci-dessous supposent la présence d’une couche de colle

de 15 um (0,0006 in) d’épaisseur entre le cuivre et le film. Elles seront modifiées pour toute
autre épaisseur de colle.

TABLEAU II
Feuille de cuivre Epaisseur du ﬁlrp de polyimide
um (in)
Epaisseur Masse 12,5 25 30 3 125
nominale | surfacique (0,0005) | (0,001) | (0,002) | (0,003) | (0,005)
(in) (g/r?:z) Epaisseur nominale totale
um (in oz [T
Une face 18 152 — — 83
cuivrée (0,0007) 0,5) (0,0033)<
35 305 —_ 75 10
(0,0014) ) (0,0029) | (0,0039)
70 610 — - -
(0,0028) )
Deux faces 18 152 — S — — —
cuivrées (0,0007) ©,5)
35 305 - /\ 15 75 -
(0,0014) ¢))] (0,0059) ,0069)
70 610 — — — - —
(0,0028) @) \(\ /\
A

3. [Marquage interne

Non applicable. Q

4. |Propriétés électriques

BLEAU III

\> Méthode d’essai
et (paragraphe de la )
e Publication 249-1 Exigences
dela CEI)

Re51sta superfictalle/mesure effectuée

Q dahﬁl\ac ambre cllmathue (facultatif) 2.2 Al'étude
Re\sﬁtarﬁsiMclelle aprés reprise 22 100000 MQ min.

RéMransversale, mesure effectuée 23 A létude
dans la chambre climatique (facultatif) ’

Yy s Lt el
INTSTS

1000000 MC2m min.
2.3 uniquement sur les films
cuivrés sur deux faces

Permittivité relative aprés chaleur humide
. . 2.7 4,5 max.
et reprise (facultatif)

Facteur de dissipation diélectrique aprés
chaleur humide et reprise (facultatif) 27 0,035 max.

Rigidité diélectrique (facultatif) 28 25kV/mm (625 V/mil)

min.
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2.3 Preferred combinations of copper foil and polyimide film

The nominal thicknesses in the table below assume the presence of an adhesive layer 15 pm

(0.0006 in) thick between the copper and the film, and will thus need adjusting for any other
thickness of adhesive.

TABLE 11
. Polyimide film thickness
Copper foil y wm (in)
Nominal Mass per 125 25 30 75 125
thickness unitarea | (0-0005) | (0.001) | (0.002) | (0.003) | (0.005)
e g/m;z\ Nominal total thickness
T 4 pm (in) S~
Foil one 18 152 - — 83 -
side (0.0007) (0.5) (0.0033)
35 305 - 75 100 1
(0.0014) 1) (0.0029) | (0.0039)\ (0.004
70 610 — — 1 -
(0.0028) )} 6%6
Foil both 18 152 - - < N & -
sides (0.0007) (0.5)
35 305 NV 5 -
(0.0014) n (0:Q059)N(0.0969)
70 610 - - -
{0.0028) ( \

N/

3. Internal marking
Not applicable.

4. Electrical properties

S

%BLE 191

\) Test method
Property (Sub-clause of IEC Requirement
Publication 249-1)
Surface r&r‘lc th the humidity 22 Under consideration
h leona
S\ul{a@esig\nce fter recovery 2.2 100000 MQ min.
Volime Mity while in the humidity L
- 2.3 Under consideration
chamber (optional)
Volume resistivity after recovery 1000000 MQm min. on
23 films clad both sides only
Relative permittivity after damp heat and 27 4.5 max.
recovery (optional)
Dielectric dissipation f.actor after damp 27 0.035 max.
heat and recovery (optional)
Electrical strength (optional) 238 25kV/mm (625 V/mil)
) min.
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5. Propriétés non électriques du film recouvert de cuivre

Quand le matériau est fourni en rouleau, les exigences des paragraphes 5.1 et 5.2 doivent
s’appliquer seulement a la partie qui est a plus de 6 mm de chaque bord.

5.1 Aspect delaface plaquée cuivre

5.1.1  Fini de surface normal

La face plaquée cuivre doit étre essenticllement exempte de cloques, plissements, piqres,
rayures profondes, creux et colle. I1 doit étre possible d’enlever rapidement toute décoloration
ou contamination avec une solution d’acide chlorhydrique de masse volumique 1,02 g/cm? ou
al'aide d’un solvant organique convenable.

5.1.2__ Fini de surface de haute qualité (facultatif)

Si une surface de haute qualité est nécessaire pour un placage en métal précieux,oupour la
gravure de conducteurs étroits et qu’elle est commandée par es “exigences
suivantes s’ajoutent a celles du paragraphe 5.1.1; les condition 1t celles du
paragraphe 3.9 de la Publication 249-1 dela CEI.

Le fini de surface de la face plaquée cuivre doit étre tel qu’ dissimule pas d’inlperfec-
tions.

La surface de la feuille de cuivre doit étre exempte de rayure &tieure a
0,010 mm (0,0004 in). La longueur totale des ray : supérieure & 0,305 mm

(0,0002 in) mais inférieure a 0,010 mm (0,0004 (in) fie)doit : e carré

¢ 5g/m?et 610 g/m?, 1 qz/ft2 et
2 oz/ft?). Les rayures autorisées s g/m2, 0,5 oz/ft?) sont epcore a
Iétude.

La surface totale de toutes leg pi une surface de 0,5 m? (5,4 ft?) ne doit pas
dépasser 0,012 mm2{2M10-51

Avucun matériau ne dot |-aprés,
supérieur a celui qiy : es

9,
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5. Non-electrical properties of the copper-clad film

When material is supplied in roll form, the requirements of Sub-clauses 5.1 and 5.2 shall

apply only to material which is further than 6 mm from each edge.
5.1 Appearance of the copper-clad face
5.1.1 Normal surface finish

The copper-clad face shall be substantially free from blisters, wrinkles, pin-holes, deep
scratches, pits and adhesive. Any discoloration or contamination shall be readily removable
with a hydrochloric acid solution of density 1.02 g/cm? or with a suitable organic solvent.

5.1.2 High-quality surface finish (optional)

o

rdered by the purchaser, the following requirements shall apply i
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are still under consideration.

The total area of all pin-holes i
(- 10~5in?).

No material shall ha 9 erfe the types listed than

tpble IV:

If a surface of high quality is essential for precious metal plating or fing

1 yd per square y

This requirement applies to the/sutface : by’ (305 g/m? and 610 g
lf oz/ft? and 2 0z/ft?) foils. Permittedhscratches on & g 3 wm (152 g/m?, 0.5 oz/ft?

0.0002 in) bu

mm
t not
ard)

m?2

) foil

mm?
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TABLEAU IV

Types, dimensions et nombre d’imperfections admis

Dimension \ . .
Types (longueur si rien d’autre n’est indiqué) Nombre d'imperfections admis
Supérieure a Inférieure ou égale a3 | Dans toute surface Dans toute surface
mm (in) mm (in) de 1 m?(1,2 yd?) de 0,1 m2(1 ft?)
Inclusions dans la — 0,1 (0,004) Toute quantité Toute quantité
surface de cuivre 0,1 (0,004) 0,25(0,01) 30 4
0,25 (0,01) 0 0
= 0,25(0,01) Toute quantiie Toute quantité
0,25 (0,01) 3,0 (0,12) 30 7
0,5 (0,02) ou largeur 11 3
1,25 (0,05) 1,0 (0,04) 3 ( 1
Enfoncements*
3,0 (0,12)

ou largeur —_
1,0 (0,04)

* Cette exigence peut étre comprise de la fagon suivante: le nombr
de 1 m?, pour les enfoncements d’une longueur supérieure 4 Q

é, dans\une surface quelconque
Y’ceux-ci, aucun|ne devra
, trois peuvent dépasser une jongueur

Note. — Pour les panneaux découpés de surface mfer ¢

hximales
des imperfections peuvent étre ad

inclu-
sions d’air ou des lans le
tableau V, I'inspectid 3 Publi-

cation 249-1 de IaNCED

9,
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TABLE IV

Types, sizes and permitted number of imperfections

Note. — For cut panels smaller than 0.1 m? (1 ft?) in areg
agreed upon between purchaser and

Inclusions between film and copper

There shall be no more areas of| delami
taused by inclusions of ai i
material is inspected
Publication 249-1.

9,

Types (length unless o?lllf:iwise indicated) Number of imperfections permitted
Above Not above In any area of In any area of
mm (in) mm (in) 1 m?(1.2 yd?) 0.1 m2(1 ft?)
Inclusions in the — 0.1 (0.004) Any number Any number
copper surface 0.1 (0.004) 0.25(0.01) 30 4
0.25 (0.01) — 0 0
0:25-(6-0h Aery-nmber Any-mumbgr
0.25 (0.01) 3.0 (0.12) 30 7
0.5 (0.02) { or width } 1t 3
1.25(0.05) 1.0 (0.04) 3 1
Indentations*
3.0 (0.12)
or width — 0
1.0 (0.04) (\ \
N
F This requirement may be stated: The maximum permitted number any area of 1 m? with|length
greater than 0.25 mm (0.01 in) is 30, of which none should exceed-a in) or width of 1.0 mm
(0.04 in), three may exceed a length of 1.25 mm (0.05 in) and 1 ¥may exvee .5 mim (0.02 in).

Td maximum $izes of imperfections may be

iwed between the film and the copper
those permitted in table V, whep the
method of Sub-clause 3.9 of

IEC
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TABLEAU V

Inclusions admises entre film et cuivre

Dimension maximale de la surface
délaminée Nombre maximal d’inclusions autorisé
mm (in)
Supérieure & Inférieure ou Dans toute surface | Dans toute surface
égale a de 1 m2 (10 ft?) de 0,1 m2 (1 ft?)
— 0,25(0,01) Toute quantité Toute quantité
0,25(0,01) 0,5 (0,02) 150 . 30
0,5 (0,02) 1,0 (0,04) 30 8
1.0 (004) 2,0 (0.08) 10 P
2,0 (0,08) — 0

fournisseur.
(Paragraphes 5 lets52) —

Materiau foumi &n roulea

Epaisseur

Mesurée conformement au parg T4de icati - , épaisseur
totale du film recou 8 : i Epgisseurs
nominales de ses di 2 ; ¢ isé dans le
paragraphe 2.1. ; (i

Pour les sombj olle de
15 um (0, 3.
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TABLE V

Permitted inclusions between film and copper

Maximum dimension of delaminated

Maximum permitted number of

area ; .
mm (in) inclusions
Above Not above In any area of In any area of
1 m2 (10 ft?) 0.1 m2(1 ft?)
— 0.25(0.01) Any number Any number
0.25(0.01) 0.5 (0.02) 150 30
0.5 (0.02) 1.0 (0.04) 30 8
1.0 (0.04) 2.0 (00R) 10 2
2.0 (0.08) - 0 0/—\

[hickness

n Sub-clause 2.1.

For the preferred
thick, the .«@n

When measured in accordance
thickness of the coppe
thicknesses of its componeé

Notes I. — (Sub-clause 5.2) — For any panels smaller than 0.1 m2 (1 f)

verall
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5.4 Propriétés concernant I'adhérence de la feuille de cuivre
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TABLEAU V1
Méthode d’essai
.y (paragraphedela | Epaisseur nominale de la feuille .
Propriétés Publication 249-1 de cuivre Exigences
dela CEI)
Force d’adhérence a la livrai- | 3.6 Au moins égale a 35 um Pas inférieure 4 0,7 N/mm
son (305 g/m?, 1 oz/ft?) (4,01bf/in)
Inférieure 4 35 um Pas inférieure 4 0,5 N/mm
(305 g/m?, 1 oz/ft?) (2.9 Ibf/in)
For¢ed*adheérence apres se- | 3.0.2 AU moins egale a 35 pm
jour de 30 min 4 125°C et (305 g/m?, 1 0z/ft?)
choc thermique de 10's Inférieure 4 35 um
(305 g/m?, 1 oz/ft?)
Chacune
For¢e d’adhérence aprés sé- | 3.6.3 Au moins égale 335 um
jour de 30 min a 200°C (305 g/m?, 1 oz/ft?)
(facultatif) Inférieure 4 35 pm
(305 g/m?, 1 oz/ft
Chzyms\ quage, ni délaminption
Valqur résiduelle de la force | 3.6.6 hac \I;af;nférieureéﬁ%
dfadhérence aprés immer- mais durée de cloquage, ni délamindtion,
slon dans un solvant 3 min au lieu ni adhésivité, ni changpment
Solyants: 1,1,1-trichlorétha- 10 min de couleur
ne, isopropanol, méthyl-
érhylcétone, chlorure de
méthyléne F B
Valqur résiduelle de la force M Pas inférieure 4 75%
dradhérence aprés condi- nsi Ni cloquage, ni délamindtion,
tlons simulées de revéte- co nt de ni adhésivité, ni changpment
npent électrolytique (fa 0A de couleur
tatif) \/ﬂ 15A

5.5

Reszstance§4> éperée
TABLEAU VII

\ \ ethode d’essai
< (Paragraphedela | Epaisseur nominale de la feuille Exigences
Publication 249-1 de cuivre &
dela CEI)
Résistance flexions 3.12 18 um 50 cycles (minimumn)
répétées (facultatif) (152 g/m?, 0,5 oz/ft?)

35um 100 cycles (minimun)

G05 g/m7, 1 0z/T1Y)
70 um 75 cycles (minimum)

(610 g/m?, 2 oz/ft?)

5.6 Soudabilité

5.6.1 Etat de surface brut de presse (sans autre traitement de surface)

Quand la feuille est essayée selon la méthode décrite au paragraphe 3.10 de la Publi-
cation 249-1 de la CEI et en accord avec les durées et températures spécifiées ci-dessous, les
zones soudées doivent étre couvertes par une couche de soudure lisse et brillante. Les défauts
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5.4  Properties related to the copper foil bond

TABLE VI
Test method
(Sub-clause of . N .
Property [EC Publication Nominal copper foil thickness Requirement
249-1)
Peel strength as received 3.6 35 um and heavier Not less than 0.7 N/mm
(305 g/m2, 1 oz/ft?) (4.01bf/in)
Less than 35 pm Not less than 0.5 N/mm
(305 g/m?, 1 oz/{t?) (2.9 1bf/in)
Peel strength-aftercondition—3-62 35prmrard-reavier
ing [30 min at 125°C and (305 g/m?, 1 oz/ft?)
heafshock for 10s Less than 35 um
(305 g/m?, 1 oz/ft?)
Any
Peel strength after dry heat | 3.6.3 35 um and heavier
for tEO min at 200°C (op- (305 g/m?, 1 oz/ft?)
tionfl) Less than 35 um
(305 g/m?, 1 oz/ft?)
Any
Retentfon of peel strength af- | 3.6.6 y \wblf} than 75%
ter immersion in solvent but duration Noblistering, delamination
3 min instead tackiness or colour changg
Solvents: 1,1,1-trichloro- of 10 min >
ethane, isopropyt alcohol,
methylethylketone, methy- >
lene|chloride
Retentfon of peel strength af- W Not less than 75%
ter gimulated plating (op- No blistering, delamination
tionpl) tackiness or colour changg
5.5 F!exuralfatzg
TABLE VII
est method
(Sub-clause of Nominal copper foil thickness Requirement
IEC Publication
249-1)
Flexural fatx 3.12 18 um 50 cycles (minimum)
(optional) (152 g/m?, 0.5 oz/ft?)
35um 100 cycles (minimum)
(U3 g7, T OZ71T%)
70 um 75 cycles (minimum)
(610 g/m?, 2 0z/ft?)

5.6 Solderability

5.6.1 Plate finish (without further surface treatment)

When the sheet is tested by the method described in Sub-clause 3.10 of IEC Publi-
cation 249-1 and in accordance with the times and temperatures specified below, the soldered
areas shall be covered with a smooth and bright solder coating. Scattered imperfections, such
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éparpillés, tels que des piqires, ne doivent pas représenter plus de 5% de la surface et ne
doivent pas étre localisés dans un seul endroit de la surface.

Pour savoir si les surfaces non mouillées ou démouillées peuvent étre acceptées, on
applique les critéres de la figure 9 de la Publication 249-1 dela CEI.

Sur chaque lot de 10 éprouvettes, au moins 6 doivent subir ’essai avec succes.
Apreés séjour de 30 min & 125°C:
a) Mouillage
TABLEAU VIII

Temps maximal de a4
Epatsseurducoivie | L Temperature

mouillage

wm (in) s

N A
35(0,0014) 2 N
(305 g/m?, 1 oz/ft2) 2355¢

70(0,0028) 3 N
(610 g/m?, 2 oz/ft2) ( ﬁ

b) Démouillage
Les éprouvettes doivent restep’e 2 s@mre zn fusion pendant 5|t 1 s
4235 *3°C.

oz/ft?), les durées du mouillage et du

démouillage peuvent faire I’objet/d’un accord entte teur et foumlsseur

5.6.2| Finition dépolie
Non applicable.

5.7 |Stabilité dimensign

Q TABLEAU IX

Méthode d’essai (para-
prle és graphe de la Publication Exigences
249-1dela CEI)

Va ration digensionnelle aprés 2,5 um/mm max. dans
g vu quence 1 seule- 3.11 une direction quel-
me conque

Variation dimensionnelle aprés 3,5 um/mm max. dans
gravure et chauffage (séquen- 3.11 une direction quel-

ces 1 Wiﬂ conque

6. Propriétés non électriques du matériau de base aprés enlévement complet de la feuille de cuivre

6.1 Apparence du matériau de base
Non spécifié.

6.2 Contrainte de flexion
Non applicable.
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as pin-holes, shall not occur on more than 5% of the surface and shall not be concentrated in
one area.

For the acceptability of the unwetted or dewetted areas, the criteria of Figure 9 of
IEC Publication 249-1 apply.

At least six specimens out of each batch of 10 shall pass the test.
After conditioning 30 min at 125°C:

a) Wetting
TABLE VIII
ThivlmPss.nﬁcnpp:r_—MaximumJuetﬁng.ﬁme__Iem» perature
VAN
wm (in) s °C A -
35(0.0014)

S
(305 g/m?, 1 0z/ft?) 2 35

70 (0.0028) 3 \ ﬁé\\\>
(610 g/m?, 2 0z/ft?) | NS

b) Dewetting
Test specimens shall remain in co

Nopte. — For thicknesses of copper greater than\J0 wm\(6 N
agreed upon between purchaser and sapplier.

5.6.2 Matfinish
Not applicable.

by be

5.7 Dimensional stabilit

Q ABLE IX

\/ Test method (Sub-clause
Propert: of IEC Requirement
\ Publication 249-1)

2.5 um/mm maximum

3.11 in either direction
Dimensional change due to 3.5 ym/mm maximum
etching and heating (process 3.11 in either direction

steps 1 and 2) (optional)

6. Non-electrical properties of the base material after complete removal of the copper foil

6.1 Appearance of the base material
Not specified.

6.2  Flexural strength
Not applicable.
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6.3 Inflammabilité
Non applicable.

6.4 Absorption d’eau
Non spécifié.

6.5 Blanchiment au croisement des fibres

Non applicable.

7. Emballage et marquage

7.1 Emballage
Les matériaux fournis en rouleaux, en feuilles ou en panneaux doi etre emba&és de
maniére adéquate dans des caisses ou des cadres de fagon a éviter lesd tami-
nation pendant le transport et le stockage.
7.2 | Marquage
Comme le matériau n’est pas d’inflammabilité définis 9% it pas er des
marquages en rouge sur I’étiquette. Chaque paquet @ ations
suivantes:

a) identification du fabricant;
b) identification du film de polyimide;
¢) épaisseur nominale du film;
d) type du cuivre (voir paragraphe
e) épaisseur nominale du cuivre;
f) nombre des faces cuivrées;

g) siun adhésif est utilisé et, dans\ce cas, Répaisse
colle;

2.2

ominale et le type de chaque coiche de

j) directi@ s Jine sumapériau en feuilles seulement).
Ces inforwat) euve & i porées dans un code de référence du fabricant.

8. KEssais de

9. Exigences supplénientaires

9.1 | Paur les matériaux fournis en rouleaux

9.1.1 Les matériaux fournis en rouleaux doivent étre solidement enroulés sur mandrin de
diamétre intérieur minimal de 50 mm (2 in) et suivant accord entre fournisseur et acheteur.

9.1.2 Latolérance sur la largeur nominale des rouieaux livrés en largeur de fabrication ne doit pas
dépasser £ 25 mm (1 in).

9.1.3 La tolérance sur la largeur nominale des rouleaux livrés découpés a largeur spécifiée doit
étre de *3 mm (* %13 in).

9.1.4 Latolérance sur la longueur nominale des rouleaux doit étre de * 1 %.
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